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ディスパロン ６１００ 

ディスパロン ６２００ 

シーリング材・接着剤用チクソトロピック剤 

 

 ディスパロン６１００・６２００は脂肪酸アマイドを主成分としたワックスを微粉末状にしたチクソトロ

ピック剤です。樹脂中で混練・加温する事により強固な膨潤構造を形成し、流動特性を大幅に改良します。

従来から変性シリコーン系等で使用されてきた粉末アマイドワックスに比べ、低温領域で強力且つ安定な膨

潤効果を発揮出来る様に設計開発されています。 

 

■ 性 状  （一般性状であり納入規格ではありません） 

 

 ６１００ ６２００ 

外  観 白色～微黄色微粉末 白色～微黄色微粉末 

加熱残分 ９８％以上 ９８％以上 

融  点 １２４℃ １２８℃ 

カサ比重 ０． １５ ０． １４ 

密  度 １．００ｇ／ｃｍ３ １．０１ｇ／ｃｍ３ 

粒 子 度 １５μ以下 １５μ以下 

 

 

■用途及び使用方法 

・ シーリング材（変性シリコーン，ウレタン等）、エポキシ系接着剤等に適します。 

・ 分散機種は加温・冷却が可能なニーダー、プラネタリーミキサー、二軸混練機等での均一撹拌が適し

ています。 

・ 分散方法は通常、前記混練機類に常温で均一分散後、５０～１２０℃の範囲で加温しながら膨潤させ

ます。（温度は樹脂により異なります。） 

・ 標準添加量は基本配合に対し０．５～５．０％（重量比）です。ただし、前述の添加量は目安であり、

使用目的により最適添加量が標準添加量の範囲外となることもあります。実際に試験を行った上、最

適添加量をご検討願います。 

・ シーリング材以外の重ね塗りする様な塗料に使用した場合、上塗り性が著しく阻害される事が有りま

すので、原則的には使用を避けてください。 


